
HC32F146 系列 

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器 

数据手册 

 

产品特性

⚫ 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核 

– 处理器版本：r0p1 

– 最高工作频率：48MHz 

– 嵌套向量中断控制器(NVIC)：支持 1 通

道 NMI(不可屏蔽中断)和 32 通道的外

设中断，能够设定 4 个中断优先级 

– 24 位系统定时器 (Sys Tick)：该系统

定时器用于管理操作系统任务 

– 支持位带(Bit Band)操作 

⚫ 片上存储器 

– 闪存 

 最大 128KB 

 保护代码的加密功能 

 支持读等待(0 个或者 1 个周期) 

– 片上 SRAM 

 最大 8KB 

⚫ DMA 控制器 (2 通道) 

– DMA 控制器为 CPU 配备了 DMA 专用

的总线，可与 CPU 同时进行处理工作 

– 2 路可独立配置和操作的通道 

– 可根据软件或者内置外设功能的请求进

行传输 

– 传输地址空间 : 32 位 (4 GB) 

– 传输模式: 整块传输/突发传输/请求传

输 

– 传输数据类型 : 字节/半字/字 

– 传输块个数 : 1 ~ 16 

– 传输次数 : 1 ~ 65536 

⚫ LCD 控制器 

– LCDC 

 支持内部电阻分压模式、外部电阻分压

模式和外部电容分压模式 

 可选 40SEG × 4COM(最多) , 38SEG × 

6COM(最多) 或者 36SEG × 8COM(最

多)输出 

 4COM 模式下，可选 1/2、1/3 或 1/4 占

空比，可选 1/2 或 1/3 偏置 

 6COM 模式下，1/6 占空比，可选 1/3 或

1/4 偏置 

 8COM 模式下，1/8 占空比，可选 1/3 或

1/4 偏置 

 可调整帧显示频率 

⚫ 多功能通讯串口 (最多同时 3 通道) 

可从下列模式中选择每个通道的工作模

式： 

– UART 

 全双工双缓冲器 

 可选择奇偶校验的有/无 

 内建专用波特率发生器 

 多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错

误、溢出错误) 

 支持硬件流控制: 根据 CTS/RTS 自动控

制数据收/发 

 支持波特率补偿 

– SPI 

 全双工双缓冲器 

 内建专用波特率发生器 

 溢出错误检测 

 片选功能 

 数据长度: 5 到 16 位 

– I2C 

 支持标准模式(最快 100 kbps)/高速模式

(最快 400 kbps) 

⚫ A/D 转换器 (最多 16 通道) 

– 12 位 A/D 转换器 

 逐次比较型 

 采样/转换周期 ≥ 20 时钟周期, 转换速

率达 1MBPS(M-bit per second).   

 可选优先级转换模式或扫描转换模式 

 内建 FIFO 用于存储转换结果 

 单调的无失码的 12 位转化 

 采样、保持时间和转换速率可调 

 支持 16路外部端口输入和 2路内部信号

源采样(OPA0/OPA1)   

http://www.dictall.com/indu/126/1252744898F.htm


 

 

 窗口阈值比较功能 

⚫ 复合定时器 (最大: 4 通道) 

可从以下模式中选择各通道的工作模式： 

– 16 位 PWM 模式 

– 16 位 PPG 模式 

– 16/32 位重载定时器模式 

– 16/32 位 PWC 模式 

⚫ 通用 IO 端口  

本系列的引脚不用作外部总线或者外设

功能时，可用作 I/O 口。另外，任何一个

I/O 口都可以搭载端口重定位功能，用于

配置外设功能的设定。 

– 快速 GPIO 支持单周期访问 

– 每个端口可配置内置上拉电阻 

– 每个端口可配置开漏输出 

– 端口引脚电平可直接读取 

– 端口重定位 

– 部分引脚支持大电流输出 12 毫安 

⚫ 双定时器 

双定时器由两个可编程的 32/16 位递减计

数器构成。可从下列模式中选择定时器通

道的工作模式： 

– 自由运行模式 

– 周期模式 (=重载模式) 

– 单次模式 

⚫ 外部中断控制器单元 

– 外部中断输入引脚：最多 16 个 

– 不可屏蔽中断(NMI)输入引脚：1 个 

⚫ 看门狗定时器(2 通道) 

– 当达到超时值时，看门狗定时器产生中

断或复位 

– 本系列有两种看门狗：硬件看门狗和软

件看门狗 

“硬件”看门狗定时器使用内部低速 RC

振荡器，因此在停止模式以外的任何低

功耗模式下都可以工作。 

⚫ 计时计数器 

– 计时计数器可以在低功耗模式下唤醒系

统。 

– 计时计数器的时钟源可以来自除 PLL 时

钟外的任何时钟。 

⚫ 时钟/复位 

– 时钟 

五种时钟源可供选择 (二种外部振荡器，

二种内部 RC 振荡器) 

 外部高速 OSC 振荡器：4MHz ~ 16 MHz 

 外部低速 OSC 振荡器：32.768 kHz 

 内部高速 RC 振荡器：4 MHz 

 内部低速 RC 振荡器：32 kHz 

 内部 PLL：高达 48MHz 

– 复位 

 RSTB 引脚复位 

 上电复位 

 软件复位 

 看门狗定时器复位 

 低电压检测复位 

 时钟监视器复位 

⚫ 时钟监视器 

根据内部 RC 振荡器生成的时钟来监视外

部时钟的异常 

– 检测出外部振荡时钟故障(时钟停止)时，

发生复位 

– 检测出外部频率异常时，中断或复位有

效 

⚫ 低电压检测(LVD) 

本系列产品包含有两个低电压检测单元：

LVD1 和 LVD2，用于检测 DVCC 电压。 

LVD 检测阈值可调，当电压低于阈值电压

时，可根据配置产生中断或者复位。 

⚫ 运算放大器 

– 本系列产品包含两单元运算放大器，可

独立工作。 

⚫ 低功耗模式 

有以下低功耗模式： 

– 休眠模式(Sleep) 

– 定时器模式(Timer) 

– 停止模式(Stop) 

⚫ 外设时钟门控 

– 可以通过门控不用的外设的操作时钟来

降低系统功耗 

⚫ 调试接口 



 

 

– 串行线调试接口(SW-DP) 

– 微追踪缓存(MTB) 

⚫ 唯一识别码(Unique ID) 

– 每颗芯片都有固定的 80 位唯一识别码. 

⚫ 电源 

– 支持宽幅范围电压，DVCC 2.7V ~ 5.5V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持型号 

HC32F146KATA HC32F146J8TA 

HC32F146J8UA HC32F146F8TA 
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声   明 

 

➢ 小华半导体有限公司（以下简称：“XHSC”）保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产

品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据

购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。 

 

➢ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品，并设计、验证和测试您的应用，以确保您的应用

满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。 

 

➢ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。 

 

➢ XHSC 产品的转售，若其条款与此处规定不同，XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。 

 

➢ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品

或服务名称均为其各自所有者的财产。 

 

➢ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。 

 

 

©2022 小华半导体有限公司 – 保留所有权利 

 

  



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 5 of 94 

目   录 

产品特性 ........................................................................................................................................................... 1 

声   明 ............................................................................................................................................................. 4 

目   录 ............................................................................................................................................................. 5 

 简介 ........................................................................................................................................................... 7 

 产品阵容 ................................................................................................................................................... 8 

2.1. 产品名称 ..................................................................................................................................... 8 

2.2. 功能 ............................................................................................................................................. 9 

 引脚配置 ................................................................................................................................................. 10 

 引脚功能说明 ......................................................................................................................................... 13 

 I/O 电路类型 .......................................................................................................................................... 27 

 使用注意事项 ......................................................................................................................................... 30 

 框图 ......................................................................................................................................................... 33 

 存储区映射图 ......................................................................................................................................... 34 

 引脚状态 ................................................................................................................................................. 38 

 电气特性 ................................................................................................................................................. 41 

10.1. 最大绝对额定值 ....................................................................................................................... 41 

10.2. 推荐工作条件 ........................................................................................................................... 42 

10.3. 直流特性 ................................................................................................................................... 43 

10.3.1. 电流特性 ...................................................................................................................... 43 

10.3.2. 引脚特性 ...................................................................................................................... 46 

10.3.3. LCD 特性 ..................................................................................................................... 47 

10.4. 交流特性 ................................................................................................................................... 48 

10.4.1. 外部高速晶振特性...................................................................................................... 48 

10.4.2. 外部低速晶振特性...................................................................................................... 49 

10.4.3. 内建振荡器特性 .......................................................................................................... 50 

10.4.4. PLL 特性 ...................................................................................................................... 50 

10.4.5. 复位输入特性 .............................................................................................................. 51 

10.4.6. 上电复位时序 .............................................................................................................. 51 

10.4.7. 复合定时器输入时序 ................................................................................................. 52 

10.4.8. 外部输入时序 .............................................................................................................. 53 

10.4.9. UART/SPI 时序 ........................................................................................................... 54 

10.4.10. I2C 时序 ....................................................................................................................... 71 

10.4.11. 串行线调试接口时序 ................................................................................................. 72 

10.5. 12 位 A/D 转换器 ..................................................................................................................... 73 

10.6. 运算放大器 ............................................................................................................................... 75 

10.7. 低电压检测特性 ....................................................................................................................... 76 

10.7.1. 低电压检测(LVD1/LVD2) .......................................................................................... 76 

10.7.2. 低电压检测阈值表(LVD1/LVD2) .............................................................................. 76 

10.8. 闪存擦/写特性 .......................................................................................................................... 77 

10.9. 低功耗模式返回时间 ............................................................................................................... 78 



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 6 of 94 

10.9.1. 返回因子：中断/端口唤醒 ........................................................................................ 78 

10.9.2. 返回因子：复位 .......................................................................................................... 80 

10.10. ESD 特性 ................................................................................................................................... 81 

 封装信息 ................................................................................................................................................. 82 

11.1. 封装尺寸 ................................................................................................................................... 82 

11.2. 焊盘示意图 ............................................................................................................................... 87 

11.3. 丝印说明 ................................................................................................................................... 91 

11.4. 封装热阻系数 ........................................................................................................................... 92 

 订购信息 ................................................................................................................................................. 93 

 版本记录 & 联系方式 .......................................................................................................................... 94 

 

 

 

 

  



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 7 of 94 

 简介 

HC32F146 系列产品为小华半导体研制的 32bit 基于 ARM-Cortex M0+ 的 MCU，与传统的

CPU 内核相比，效率更高，功耗更低。更宽的工作电压范围，可同时支持 3V、5V 系统。集成

异步串口、SPI、I²C、LCDC 显示模块、12 位高速 ADC、运算放大器等丰富的外设资源。 

本产品是小华半导体在 M0+ 平台上的第一颗 5V 电压产品。 

 

典型应用 

⚫ 工业仪表：现场仪表、汽车摩托车仪表盘； 

⚫ 工业控制：变频器、UPS； 

⚫ 车身控制：雨刮、车窗、中控锁。 
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 产品阵容 

2.1. 产品名称 

CPU位宽
32: 32bit

产品类型

F: 通用

CPU类型
1: Cortex-M0+

性能识别码

4: 主流型

功能配置识别码

6: 配置4

引脚数
F: 32Pin

J: 48Pin

K: 64Pin

FLASH容量
8: 64KB
A: 128KB

封装类型
U: QFN
T: LQFP

环境温度范围
A: -40-85℃

小华半导体
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2.2. 功能 

产品名称 HC32F146F8TA 

HC32F146J8TA 

HC32F146J8UA 

HC32F146KATA 

引脚数 32 48 64 

CPU 

内核 Cortex-M0+ 

频率 48MHz 

电源电压范围 2.7 V ~ 5.5 V 

DMAC 2 通道 

监视定时器 1 通道(软件监视定时器) + 1 通道(硬件监视定时器) 

外部中断 16 通道(最多) 

I/O 口 26 41 55 

12 位 A/D 转换器 12 通道(最多) 16 通道(最多) 

运算放大器 2 单元 

LCD 控制器 无 最多 288 dots 

时钟异常检测功能 支持 

低压检测功能(LVD) 2 单元 

内置 RC 

高速 4MHz (±2%) 

低速 32 KHz 

外部晶振 

主晶振 4~16MHz 

副晶振 32.768KHz 

锁相环(PLL) 2~12 x 

调试功能 SWD 

 

注意 

– 每种产品对应的功能详情参考“引脚配置”和“订购信息”。 
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 引脚配置 
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注意： 

– 引脚名称(例如 XXX_1，XXX_2)中下划线(“_”)后面的数字是重定位端口号。 

– 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。 
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HC32F146J8TA / HC32F146J8UA 

P
7
5
/I
N

T
1
5
_
0
/A

1
5
/S

E
G

2
7
/S

C
S

6
0
_
0

P
7
4
/I
N

T
1
4
_
0
/A

1
4
/S

E
G

2
6
/S

C
S

6
1
_
0

P
7
3
/I
N

T
1
3
_
0
/A

1
3
/S

E
G

2
5
/S

C
S

6
2
_
0
/I
R

C
O

_
0

P
7
2
/I
N

T
1
2
_
0
/A

1
2
/S

E
G

2
4
/S

IN
6
_
0

P
7
1
/I
N

T
1
1
_
0
/A

1
1
/S

E
G

2
3
/S

O
T

6
_
0

P
7
0
/I
N

T
1
0
_
0
/A

1
0
/S

E
G

2
2
/S

C
K

6
_
0

P
6
5
/I
N

T
1
5
_
1
/S

E
G

1
9
/S

IN
5
_
1
/I
R

C
O

_
1

P
6
4
/I
N

T
1
4
_
1
/S

E
G

1
8
/S

O
T

5
_
1

P
6
3
/I
N

T
1
3
_
1
/S

E
G

1
7
/S

C
K

5
_
1
/T

IO
A

0
_
2

P
6
2
/I
N

T
1
2
_
1
/S

E
G

1
6
/S

C
S

5
0
_
1
/T

IO
B

0
_
2

P
6
1
/I
N

T
0
9
_
0
/A

9
/A

v
re

f/
S

E
G

1
5
/R

T
S

6
_
0
/T

IO
B

2
_
2

P
6
0
/I
N

T
0
8
_
0
/A

8
/S

E
G

1
4
/C

T
S

6
_
0
/T

IO
B

1
_
2

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37

P03/INT00_1/SEG32/SCS60_1 1 36 P52/INT11_1/A7/SEG12/TIOA1_1

P04/INT01_1/SEG33/SCK6_1 2 35 P51/INT10_1/A6/SEG11/TIOB1_1

P05/INT02_1/SEG34/SOT6_1 3 34 P50/INT09_1/A5/SEG10/TIOA0_1

P06/INT03_1/R43/SIN6_1 4 33 P47/INT08_1/A4/SEG9/TIOB0_1

P07/NMIX/ADTG_1/R33/SCS50_0 5 32 P46/INT07_0/A3/SEG8/OPAO1/TIOA0_0

P10/INT00_0/R23/SCK5_0 6 31 P45/INT06_0/A2/SEG7/OPAM1/TIOB0_0

P11/INT01_0/R13/SOT5_0 7 30 P44/INT05_0/A1/SEG6/OPAP1

P12/INT02_0/R03/SIN5_0 8 29 P43/INT04_0/A0/COM0/SCS40_0/TIOA1_0

RSTB 9 28 P42/COM1/OPAO0/SCS41_0/TIOB1_0

XLI/P13/SOT5_2 10 27 P41/COM2/OPAM0/RTS4_0/TIOA2_0

XLO/P14/SIN5_2 11 26 P40/ADTG_0/COM3/OPAP0/CTS4_0/TIOB2_0

DVSS 12 25 DVCC

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X
H

O
/P

1
5

X
H

I/
P

1
6

M
D

/P
2
0
/S

E
G

3
5

P
2
1
/I
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6
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2
_
1

P
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4
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T
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O
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T
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4
_
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_
1

S
W

C
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K
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E
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3
/S
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0
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B

3
_
0

S
W

D
IO
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1
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E
G

4
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O
T
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_
0
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IO
A

3
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E
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5
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_
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TQFP-48
QFN-48

 

注意： 

– 引脚名称(例如 XXX_1，XXX_2)中下划线(“_”)后面的数字是重定位端口号。 

– 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。 
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HC32F146F8TA 

P
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5
/I
N
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8
_
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6
_
0
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1
_
2

32 31 30 29 28 27 26 25

P07/NMIX/ADTG_1/SCS50_0 1 24 P46/INT07_0/A3/OPAO1/TIOA0_0

P10/INT00_0/SCK5_0 2 23 P45/INT06_0/A2/OPAM1/TIOB0_0

P11/INT01_0/SOT5_0 3 22 P44/INT05_0/A1/OPAP1

P12/INT02_0/SIN5_0 4 21 P43/INT04_0/A0/SCS40_0/TIOA1_0

RSTB 5 20 P42/OPAO0/SCS41_0/TIOB1_0

XLI/P13/SOT5_2 6 19 P41/OPAM0/RTS4_0/TIOA2_0

XLO/P14/SIN5_2 7 18 P40/ADTG_0/OPAP0/CTS4_0/TIOB2_0

DVSS 8 17 DVCC
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LQ-32

 

注意： 

– 引脚名称(例如 XXX_1，XXX_2)中下划线(“_”)后面的数字是重定位端口号。 

– 有多个引脚可为同一路通道提供同一功能。使用扩展功能引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。 
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 引脚功能说明 

引脚号码说明 

关于该引脚上的外设功能是否存在，以引脚配置为准，引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划

线(“_”)后面的数字是重定位端口号；有多个引脚可为同一路通道提供同一功能；使用扩展功能

引脚设定寄存器(FN_SELx)选择引脚。 

64 48 32 NAME I/O 电路类型 引脚状态类型 

1 - - DVCC   

2 - - 

P00 

INT00_2 

SEG29 

RTS6_1 

B B 

3 - - 

P01 

INT01_2 

SEG30 

SCS62_1 

B B 

4 - - 

P02 

INT02_2 

SEG31 

SCS61_1 

B B 

5 1 - 

P03 

INT00_1 

SEG32 

SCS60_1 

B B 

6 2 - 

P04 

INT01_1 

SEG33 

SCK6_1 

B B 

7 3 - 

P05 

INT02_1 

SEG34 

SOT6_1 

B B 

8 4 - 

P06 

INT03_1 

R43 

SIN6_1 

C B 
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64 48 32 NAME I/O 电路类型 引脚状态类型 

9 5 1 

P07 

ADTG_1 

R33 

SCS50_0 

NMIX 

C B 

10 6 2 

P10 

INT00_0 

R23 

SCK5_0 

C B 

11 7 3 

P11 

INT01_0 

R13 

SOT5_0 

A B 

12 8 4 

P12 

INT02_0 

R03 

SIN5_0 

A B 

13 9 5 RSTB F H 

14 10 6 

P13 

XLI 

SOT5_2 

G A 

15 11 7 

P14 

XLO 

SIN5_2 

G A 

16 12 8 DVSS   

17 13 9 
P15 

XHO 
G A 

18 14 10 
P16 

XHI 
G A 

19 15 11 

P20 

MD 

SEG35 

E I 

20 16 - 

P21 

INT04_1 

COM7 

SEG36 

SCK4_1 

TIOA3_1 

B B 
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64 48 32 NAME I/O 电路类型 引脚状态类型 

21 17 - 

P22 

INT05_1 

COM6 

SEG37 

SOT4_1 

TIOB3_1 

B B 

22 18 - 

P23 

INT06_1 

COM5 

SEG38 

SIN4_1 

TIOB2_1 

B B 

23 19 - 

P24 

INT07_1 

COM4 

SEG39 

CTS4_1 

TIOA2_1 

B B 

24 - - 

P25 

INT03_2 

SEG0 

RTS4_1 

B B 

25 - - 

P26 

INT04_2 

SEG1 

SCS41_1 

B B 

26 - - 

P27 

INT05_2 

SEG2 

SCS40_1 

B B 

27 20 12 

P30 

SWCLK 

SEG3 

SIN4_0 

TIOB3_0 

B B 

28 21 13 

P31 

SWDIO 

SEG4 

SOT4_0 

TIOA3_0 

B B 
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64 48 32 NAME I/O 电路类型 引脚状态类型 

29 22 14 

P32 

INT03_0 

SEG5 

SCK4_0 

TIOA2_2 

B B 

30 23 15 DVSS - - 

31 - - AVSS - - 

32 24 16 VDD - - 

33 25 17 DVCC - - 

34 - - AVCC - - 

35 26 18 

P40 

ADTG_0 

COM3 

OPAP0 

CTS4_0 

TIOB2_0 

A B 

36 27 19 

P41 

COM2 

OPAM0 

RTS4_0 

TIOA2_0 

B B 

37 28 20 

P42 

COM1 

OPAO0 

SCS41_0 

TIOB1_0 

B B 

38 29 21 

P43 

INT04_0 

A0 

COM0 

SCS40_0 

TIOA1_0 

A B 

39 30 22 

P44 

INT05_0 

A1 

SEG6 

OPAP1 

A B 



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 17 of 94 

64 48 32 NAME I/O 电路类型 引脚状态类型 

40 31 23 

P45 

INT06_0 

A2 

SEG7 

OPAM1 

TIOB0_0 

A B 

41 32 24 

P46 

INT07_0 

A3 

SEG8 

OPAO1 

TIOA0_0 

A B 

42 33 - 

P47 

INT08_1 

A4 

SEG9 

TIOB0_1 

A B 

43 34 - 

P50 

INT09_1 

A5 

SEG10 

TIOA0_1 

A B 

44 35 - 

P51 

INT10_1 

A6 

SEG11 

TIOB1_1 

A B 

45 36 - 

P52 

INT11_1 

A7 

SEG12 

TIOA1_1 

A B 

46 - - 

P53 

INT06_2 

SEG13 

B B 

47 - - 
P54 

INT07_2 
D B 

48 - - 
P55 

INT08_2 
D B 
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64 48 32 NAME I/O 电路类型 引脚状态类型 

49 37 25 

P60 

INT08_0 

A8 

SEG14 

CTS6_0 

TIOB1_2 

A B 

50 38 26 

P61 

INT09_0 

A9 

Averf 

SEG15 

RTS6_0 

TIOB2_2 

A B 

51 39 - 

P62 

INT12_1 

SEG16 

SCS50_1 

TIOB0_2 

B B 

52 40 - 

P63 

INT13_1 

SEG17 

SCK5_1 

TIOA0_2 

B B 

53 41 - 

P64 

INT14_1 

SEG18 

SOT5_1 

B B 

54 42 - 

P65 

INT15_1 

SEG19 

SIN5_1 

IRCO_1 

B B 

55 - - 

P66 

INT09_2 

SEG20 

B B 

56 - - 

P67 

INT10_2 

SEG21 

IRCO_2 

B B 
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64 48 32 NAME I/O 电路类型 引脚状态类型 

57 43 27 

P70 

INT10_0 

A10 

SEG22 

SCK6_0 

A B 

58 44 28 

P71 

INT11_0 

A11 

SEG23 

SOT6_0 

A B 

59 45 29 

P72 

INT12_0 

A12 

SEG24 

SIN6_0 

A B 

60 46 30 

P73 

INT13_0 

A13 

SEG25 

SCS62_0 

IRCO_0 

A B 

61 47 31 

P74 

INT14_0 

A14 

SEG26 

SCS61_0 

A B 

62 48 32 

P75 

INT15_0 

A15 

SEG27 

SCS60_0 

A B 

63 - - 

P76 

INT11_2 

SEG28 

CTS6_1 

B B 

64 - - DVSS - - 
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模块信号说明 

关于该引脚上的外设功能是否存在，以引脚配置为准；引脚名称(例如 XXX_1, XXX_2)中下划

线(“_”)后面的数字是重定位端口号；有多个引脚可为同一路通道提供同一功能；使用扩展功能

引脚寄存器(FN_SELx)选择引脚。 

模块 引脚名称 功能描述 64 48 32 

A/D 转换器 

A0 

A/D 转换器模拟输入引脚 

Axx 是指 ADC 的通道 xx. 

38 29 21 

A1 39 30 22 

A2 40 31 23 

A3 41 32 24 

A4 42 33 - 

A5 43 34 - 

A6 44 35 - 

A7 45 36 - 

A8 49 37 25 

A9 50 38 26 

A10 57 43 27 

A11 58 44 28 

A12 59 45 29 

A13 60 46 30 

A14 61 47 31 

A15 62 48 32 

Avref A/D 参考电压输入 50 38 26 

复合定时器 0 

TIOA0_0 

复合定时器通道 0 的 TIOA 引脚 

41 32 24 

TIOA0_1 43 34 - 

TIOA0_2 52 40 - 

TIOB0_0 

复合定时器通道 0 的 TIOB 引脚 

40 31 23 

TIOB0_1 42 33 - 

TIOB0_2 51 39 - 

复合定时器 1 

TIOA1_0 
复合定时器通道 1 的 TIOA 引脚 

38 29 21 

TIOA1_1 45 36 - 

TIOB1_0 

复合定时器通道 1 的 TIOB 引脚 

37 28 20 

TIOB1_1 44 35 - 

TIOB1_2 49 37 25 

复合定时器 2 

TIOA2_0 

复合定时器通道 2 的 TIOA 引脚 

36 27 19 

TIOA2_1 23 19 - 

TIOA2_2 29 22  14 

TIOB2_0 
复合定时器通道 2 的 TIOB 引脚 

35 26 18 

TIOB2_1 22 18 - 
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模块 引脚名称 功能描述 64 48 32 

TIOB2_2 50 38 26 

复合定时器 3 

TIOA3_0 
复合定时器通道 3 的 TIOA 引脚 

28 21 13 

TIOA3_1 20 16 - 

TIOB3_0 
复合定时器通道 3 的 TIOB 引脚 

27 20 12 

TIOB3_1 21 17 - 

调试器 
SWCLK 串行线调试接口时钟输入 27 20 12 

SWDIO 串行线调试接口数据数据输入/输出 28 21 13 

GPIO 中断 

INT00_0 

端口中断请求通道 00 输入引脚 

10 6 2 

INT00_1 5 1 - 

INT00_2 2 - - 

INT01_0 

端口中断请求通道 01 输入引脚 

11 7 3 

INT01_1 6 2 - 

INT01_2 3 - - 

INT02_0 

端口中断请求通道 02 输入引脚 

12 8 4 

INT02_1 7 3 - 

INT02_2 4 - - 

INT03_0 

端口中断请求通道 03 输入引脚 

29 22 14 

INT03_1 8 4 - 

INT03_2 24 - - 

INT04_0 

端口中断请求通道 04 输入引脚 

38 29 21 

INT04_1 20 16 - 

INT04_2 25 - - 

INT05_0 

端口中断请求通道 05 输入引脚 

39 30 22 

INT05_1 21 17 - 

INT05_2 26 - - 

INT06_0 

端口中断请求通道 06 输入引脚 

40 31 23 

INT06_1 22 18 - 

INT06_2 46 - - 

INT07_0 

端口中断请求通道 07 输入引脚 

41 32 24 

INT07_1 23 19 - 

INT07_2 47 - - 

INT08_0 

端口中断请求通道 08 输入引脚 

49 37 25 

INT08_1 42 33 - 

INT08_2 48 - - 

INT09_0 

端口中断请求通道 09 输入引脚 

50 38 26 

INT09_1 43 34 - 

INT09_2 55 - - 

INT10_0 端口中断请求通道 10 输入引脚 57 43 27 
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模块 引脚名称 功能描述 64 48 32 

INT10_1 44 35 - 

INT10_2 56 - - 

INT11_0 

端口中断请求通道 11 输入引脚 

58 44 28 

INT11_1 45 36 - 

INT11_2 63 - - 

INT12_0 
端口中断请求通道 12 输入引脚 

59 45 29 

INT12_1 51 39 - 

 INT13_0 
端口中断请求通道 13 输入引脚 

60 46 30 

 INT13_1 52 40 - 

 INT14_0 
端口中断请求通道 14 输入引脚 

61 47 31 

 INT14_1 53 41 - 

 INT15_0 
端口中断请求通道 15 输入引脚 

62 48 32 

 INT15_1 54 42 - 

 NMIX 不可屏蔽中断输入引脚 9 5 1 

GPIO 

P00 

通用输入输出端口 0 

2 - - 

P01 3 - - 

P02 4 - - 

P03 5 1 - 

P04 6 2 - 

P05 7 3 - 

P06 8 4 - 

P07 9 5 1 

P10 

通用输入输出端口 1 

10 6 2 

P11 11 7 3 

P12 12 8 4 

P13 14 10 6 

P14 15 11 7 

P15 17 13 9 

P16 18 14 10 

P20 

通用输入输出端口 2 

19 15 11 

P21 20 16 - 

P22 21 17 - 

P23 22 18 - 

P24 23 19 - 

P25 24 - - 

P26 25 - - 

P27 26 - - 

P30 通用输入输出端口 3 27 20 12 
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模块 引脚名称 功能描述 64 48 32 

P31 28 21 13 

P32 29 22 14 

P40 

通用输入输出端口 4 

35 26 18 

P41 36 27 19 

P42 37 28 20 

P43 38 29 21 

P44 39 30 22 

P45 40 31 23 

P46 41 32 24 

P47 42 33 - 

P50 

通用输入输出端口 5 

43 34 - 

P51 44 35 - 

P52 45 36 - 

P53 46 - - 

P54 47 - - 

P55 48 - - 

P60 

通用输入输出端口 6 

49 37 25 

P61 50 38 26 

P62 51 39 - 

P63 52 40 - 

P64 53 41 - 

P65 54 42 - 

P66 55 - - 

P67 56 - - 

P70 

通用输入输出端口 7 

57 43 27 

P71 58 44 28 

P72 59 45 29 

P73 60 46 30 

P74 61 47 31 

P75 62 48 32 

P76 63 - - 

低功耗多功能串口 4 

SIN4_0 
低功耗多功能串口通道 4 输入引脚 

27 20 12 

SIN4_1 22 18 - 

SOT4_0 低功耗多功能串口通道 4 输出引脚. 当

UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当

I2C 功能时用作 SDA 引脚 

28 21 13 

SOT4_1 21 17 - 

SCK4_0 低功耗多功能串口通道 4 时钟输入/输

出引脚. 当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 

当 I2C 功能时用作 SCL 引脚 

29 22 14 

SCK4_1 20 16 - 
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模块 引脚名称 功能描述 64 48 32 

SCS40_0 低功耗多功能串口通道 4 片选控制 0 输

入/输出引脚 

低功耗多功能串口通道 4 片选控制 1 输

入/输出引脚 

38 29 21 

SCS40_1 26 - - 

SCS41_0 37 28 20 

SCS41_1 25 - - 

CTS4_0 低功耗多功能串口通道 4 的 CTS 输入

引脚 

35 26 18 

CTS4_1 23 19 - 

RTS4_0 低功耗多功能串口通道 4 的 RTS 输出

引脚 

36 27 19 

RTS4_1 24 - - 

低功耗多功能串口 5 

SIN5_0 

低功耗多功能串口通道 5 输入引脚 

12 8 4 

SIN5_1 54 42 - 

SIN5_2 15 11 7 

SOT5_0 低功耗多功能串口通道 5 输出引脚. 当

UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当

I2C 功能时用作 SDA 引脚. 

11 7 3 

SOT5_1 53 41 - 

SOT5_2 14 10 6 

SCK5_0 低功耗多功能串口通道 5 时钟输入/输

出引脚. 当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 

当 I2C 功能时用作 SCL 引脚 

10 6 2 

SCK5_1 52 40 - 

SCS50_0 低功耗多功能串口通道 5 片选控制 0 输

入/输出引脚 

9 5 1 

SCS50_1 51 39 - 

低功耗多功能串口 6 

SIN6_0 
低功耗多功能串口通道 6 输入引脚 

59 45 29 

SIN6_1 8 4 - 

SOT6_0 低功耗多功能串口通道 6 输出引脚. 当

UART/SPI 功能时用作 SOT 引脚,当

I2C 功能时用作 SDA 引脚. 

58 44 28 

SOT6_1 7 3 - 

SCK6_0 低功耗多功能串口通道 6 时钟输入/输

出引脚. 当 SPI 功能时用作 SCK 引脚, 

当 I2C 功能时用作 SCL 引脚. 

57 43 27 

SCK6_1 6 2 - 

CTS6_0 低功耗多功能串口通道 6 的 CTS 输入

引脚 

49 37 25 

CTS6_1 63 - - 

RTS6_0 低功耗多功能串口通道 6 的 RTS 输出

引脚 

50 38 26 

RTS6_1 2 - - 

SCS60_0 低功耗多功能串口通道 6 片选控制 0 输

入/输出引脚. 

62 48 32 

SCS60_1 5 1 - 

SCS61_0 低功耗多功能串口通道 6 片选控制 1 输

入/输出引脚. 

61 47 31 

SCS61_1 4 - - 

SCS62_0 低功耗多功能串口通道 6 片选控制 2 输

入/输出引脚. 

60 46 30 

SCS62_1 3 - - 

运算放大器 
OPAP0 

运算放大器通道０输入，输出 
35 26 18 

OPAM0 36 27 19 
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模块 引脚名称 功能描述 64 48 32 

OPAO0 37 28 20 

OPAP1 

运算放大器通道１输入，输出 

39 30 22 

OPAM1 40 31 23 

OPAO1 41 32 24 

液晶显示控制器 

R03 

液晶显示控制器供电引脚 

12 8 - 

R13 11 7 - 

R23 10 6 - 

R33 9 5 - 

R43 8 4 - 

COM0 

液晶显示控制器显示公共引脚 

38 29 - 

COM1 37 28 - 

COM2 36 27 - 

COM3 35 26 - 

COM4 23 19 - 

COM5 22 18 - 

COM6 21 17 - 

COM7 20 16 - 

SEG00 

液晶显示控制器显示字段引脚 

24 - - 

SEG01 25 - - 

SEG02 26 - - 

SEG03 27 20 - 

SEG04 28 21 - 

SEG05 29 22 - 

SEG06 39 30 - 

SEG07 40 31 - 

SEG08 41 32 - 

SEG09 42 33 - 

SEG10 43 34 - 

SEG11 44 35 - 

液晶显示控制器 

SEG12 

液晶显示控制器显示字段引脚 

45 36 - 

SEG13 46 - - 

SEG14 49 37 - 

SEG15 50 38 - 

SEG16 51 39 - 

SEG17 52 40 - 

SEG18 53 41 - 

SEG19 54 42 - 

SEG20 55 - - 
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模块 引脚名称 功能描述 64 48 32 

SEG21 56 - - 

SEG22 57 43 - 

SEG23 58 44 - 

SEG24 59 45 - 

SEG25 60 46 - 

SEG26 61 47 - 

SEG27 62 48 - 

SEG28 63 - - 

SEG29 2 - - 

SEG30 3 - - 

SEG31 4 - - 

SEG32 5 1 - 

SEG33 6 2 - 

SEG34 7 3 - 

SEG35 19 15 - 

SEG36 20 16 - 

SEG37 21 17 - 

SEG38 22 18 - 

SEG39 23 19 - 

复位 RSTB 
端口复位输入引脚。当输入电平为低的

时候，复位有效 
13 9 5 

模式 MD 

模式选择引脚。当输入电平为低时，选

择正常工作模式；当输入电平为高时，

选择闪存串行编程模式 

19 15 11 

电源 

DVCC 

电源引脚 

33 25 17 

DVCC 1 - - 

AVCC 34 - - 

接地 

DVSS 

接地引脚 

16 12 8 

DVSS 30 23 15 

DVSS 64 - - 

AVSS 31 - - 

时钟 

XHI 
端口高速晶振回路引脚 

18 14 10 

XHO 17 13 9 

XLI 
端口低速晶振回路引脚 

14 10 6 

XLO 15 11 7 

IRCO_0 

内部高速振荡时钟输出引脚 

60 46 30 

IRCO_1 54 42 - 

IRCO_2 56 - - 

滤波电容 VDD 内部数字电路供电稳定电容引脚  32 24 16 
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 I/O 电路类型 

类型 电路 备注 

A 

 

・ CMOS 电平输出 

・ CMOS 电平施密特迟滞输入 

・ 模拟输入 

・ 液晶显示输出 

・ 带上拉电阻控制 

・ 带待机模式控制 

・ 上拉电阻大约 52 Kω 

・ IOH = -5 Ma, IOL = 5 Ma 

・ 可选开漏输出 

・ 当用作 I2C 功能引脚时，数字输

出 P-ch 管处于关闭状态 

B 

 

・ CMOS 电平输出 

・ CMOS 电平施密特迟滞输入 

・ 液晶显示输出 

・ 带上拉电阻控制 

・ 带待机模式控制 

・ 上拉电阻大约 52 Kω 

・ IOH = -5 Ma, IOL = 5 Ma 

・ 可选开漏输出 

・ 当用作 I2C 功能引脚时, 数字

输出 P-ch 管处于关闭状态 

P-chP-ch

N-ch

R

P-chP-ch

N-ch

R

数字输出 

数字输出 

上拉电阻控制 

数字输入 

待机控制 

模拟输入 

输入控制 

液晶显示输出 

液晶控制 

数字输出 

数字输出 

上拉电阻控制 

数字输入 

待机控制 

液晶输出 

液晶控制 
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类型 电路 备注 

C 

 

・ CMOS 电平输出 

・ CMOS 电平施密特迟滞输入 

・ 液晶供电输入 

・ 带上拉电阻控制 

・ 带待机模式控制 

・ 上拉电阻大约 52 Kω 

・ IOH = -5 Ma, IOL = 5 Ma 

・ 可选开漏输出 

・ 当用作 I2C 功能引脚时, 数字

输出 P-ch 管处于关闭状态 

D 

 

・ CMOS 电平输出 

・ CMOS 电平施密特迟滞输入 

・ 带上拉电阻控制 

・ 带待机模式控制 

・ 上拉电阻大约 52 Kω 

・ IOH = -5 Ma, IOL = 5 Ma 

・ 可选开漏输出 

・ 当用作 I2C 功能引脚时, 数字

输出 P-ch 管处于关闭状态 

E 

模式输入

液晶输出

液晶输出控制
 

・ CMOS 电平施密特迟滞输入   

・ 内部下拉 

・ 液晶显示输出 

P-chP-ch

N-ch

R

P-chP-ch

N-ch

R

数字输出 

数字输出 

上拉电阻控制 

数字输入 

待机控制 

液晶供电引输入 

液晶控制 

数字输出 

数字输出 

上拉电阻控制 

数字输入 

待机控制 
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F 

 

・ CMOS 电平施密特迟滞输入 

・ 上拉电阻大约 52 Kω 

G 

 

・ CMOS 电平输出 

・ CMOS 电平施密特迟滞输入 

・ 晶振输入输出 

・ 带上拉电阻控制 

・ 带待机模式控制 

・ 上拉电阻大约 52 Kω 

・ IOH = -5 Ma, IOL = 5 Ma 

・ 可选开漏输出 

・ 作 I2C 功能引脚时，数字输出 P-

ch 管处于关闭状态 

数字输入 

上拉电阻 
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 使用注意事项 

电源引脚 

若产品有多个 DVCC, DVSS 引脚，为防止器件设计时因闩锁等产生误动作，可把器件内同一电

位上的引脚相互连接；为防止因额外的辐射或者地线的上升致使选通信号发生误动作，请务必

把这些引脚与外部电源或地线连接，以符合总输出电流的额定。 

另外，在电源和本器件的 DVCC, DVSS 引脚间考虑连接尽可能低的电阻。此外，推荐在本器件

附近的 DVCC 和 DVSS 引脚间连接一个约 0.1Μf 的陶瓷旁路电容。 

 

稳定供电电源 

即使波动的供电电压在推荐的电压范围内，快速抖动的供电电压也可能导致故障的发生。为保

证电压的稳定性，在市电工频（50Hz/60Hz）范围内，以抑制电压的波动范围不超过推荐值 DVCC

的 10%范围，要求开启供电的瞬间，瞬时波动比率不超过 0.1 V/μs。 

 

晶振电路 

晶振引脚 XHI/XHO 和 XLI/XLO 附近的噪声可能导致器件故障的发生。在设计印刷电路板时，

引脚、晶振及至地线的旁路电容的距离要尽可能的靠近。 

强烈建议设计时地线应环绕 XHI/XHO, XLI/XLO 引脚，这样印刷电路板才能够稳定工作。 

客户在选择外部晶振时，很有必要做板级评估你所使用的晶振的振荡特性。 
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使用外部时钟 

当使用外部时钟作为高速时钟时，选择 XHI 输入，可将引脚 XHO 用作其他功能。 

当使用外部时钟作为低速时钟时，选择 XLI 输入，可将引脚 XLO 用作其他功能。 

 

 

多功能串行引脚用作 I2C 引脚时的注意事项 

如果多功能串行引脚用作 I2C 引脚，始终禁止数字输出 P-ch 晶体管。但是，I2C 引脚需要如其

它引脚一样保持电气特性，断电后无需与外部 I2C 总线系统连接。 

 

模式引脚(MODE) 

模式引脚(MODE)直接与 DVCC 引脚/DVSS 引脚连接。为防止模式引脚电平变化及重写闪存数

据引起上拉/下拉或者并防止器件因噪声而意外进入测试模式，设计电路板时上拉/下拉电阻要尽

量小，模式引脚与 DVCC 引脚/DVSS 引脚的距离要尽量的短，而且所连接的电阻要尽可能小。 

 

滤波电容引脚 

本系列内置调节器，VDD 引脚始终连接 4.7Μf 左右的旁路电容供调节器使用。 

 

 

 

外部时钟使用示例 

芯片 

XHI(XLI) 

XHO (P15)  

XLO (P14) 
可以用作其他功能 

芯片 

VDD 

DVSS 

4.7μF 

地 

设置为外部时钟模式 
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串行通信 

串行通信时受噪声或其他因素影响可能接收到不正确的数据。因此，请设计能降噪的电路板。 

考虑到受噪声影响而接收到不正确的数据，应在数据末尾添加数据校验等错误检测措施。检测

出错误后，重新发送数据。 

 

不同容量的存储器产品间及 FLASH 产品和 MASK 产品的特性差异 

因为芯片布设和存储器构造的差异，不同容量的存储器产品间及 FLASH 产品和 MASK 产品的

电气特性(功耗、ESD、闩锁、噪声特性、振荡特性等)也不同。 

用户要使用同一系列的其它产品时，须评估其电气特性。 

 

使用调试引脚时注意事项 

当调试引脚(SWDIO/SWCLK)设置为 GPIO 或者其他外设功能时，将他们设置为只能输出，严禁

设置为输入引脚功能。 
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 框图 

串行线调试

Cortex-M0+
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48MHz(最高)
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时钟监视器
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线
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48
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控制器
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Ax

Avref

AH
B-
AP
B总

线
AP
B1
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高
48
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z)

LCD控制器
Rx3

COMx

SEGx

外设时钟隔离控制

LVD控制器 低电压检测
(LVD)

上电复位

电源管理
DVCC,DVSS

VDD

内部振荡器校
准模块

中断监视单元

端口中断控制
(16通道）

INTx

NMIX

通用输入输出
端口选择

高速IO

P0x~P7x

多功能通讯串口
（x=4/5/6)

SCKx

SINx

SOTx

SCSxy

CTSx

RTSx

TIOAx

TIOBx

HC32F146系列

AH
B-
AP
B总

线
AP
B0
(最

高
48
MH
z)

芯片标识

闪存（128K/64K)

DMAC（2通道）

复合定时器
（4通道）

AHB-AHB总线桥

监视定时器

12位A/D转换器
（16通道）

外部晶振

内部4MHz
振荡器

内部32KHz
振荡器

PLL

IRCO

运算放大器
（2个单元）

OPAPx

OPAMx

OPAOx

AVCC, 

AVSS

外部晶振

 

 

图 7-1 功能模块 
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 存储区映射图 

存储区映射图A 

 

 

 

0xFFFF_FFFF

0xF800_8000
0xF800_0000 单周期IO

0xF000_2000
0xF000_1000 数据监测与追踪

0xF000_0000

0xE000_0000

0x4400_0000

0x4200_0000

0x4000_0000

0x2400_0000

0x2200_0000

0x2000_2000

0x2000_0000

0x0010_0008
0x0010_0004 用户数据区
0x0010_0000 闪存加密码区
0x000F_FFFF
0x0002_0000
0x0001_FFFF

0x0000_0000

保留

闪存区
(最大128KByte)

保留

CM0+ Coresight微追踪模块

CM0+专用外设资源区

保留

32MByte位带别名区

外设资源区

保留

保留

保留

32MByte位带别名区

保留

SRAM
(最大8KByte)
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存储区映射图B 

 

注意: 

– 关于闪存详情，参考用户手册“闪存”章节。  

HC32F146KATA

0x21FF_FFFF 0x21FF_FFFF

0x2000_2000 0x2000_2000
0x2000_1FFF 0x2000_1FFF

0x2000_0000 0x2000_0000
0x1FFF_FFFF 0x1FFF_FFFF

0x0010_0008 0x0010_0008
0x0010_0004 用户数据区 0x0010_0004 用户数据区
0x0010_0000 闪存安全数据区 0x0010_0000 闪存安全数据区
0x000F_FFFF 0x000F_FFFF
0x0002_0000
0x0001_FFFF

0x0001_0000
0x0000_FFFF

0x0000_0000 0x0000_0000

保留 保留

保留

保留

主闪存区
(128KByte:页0-256)

主闪存区
(64KByte:页0-127)

保留 保留

SRAM
（8KByte)

SRAM
（8KByte)

HC32F146J8TA

HC32F146J8UA

HC32F146F8TA
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外设地址映射 

起始地址 结束地址 总线 外设功能 

0x4000_0000 0x4000_01FF 

AHB 

闪存控制器 

0x4000_0200 0x4000_0FFF 唯一识别码 

0x4000_1000 0x4000_FFFF 保留 

0x4001_0000 0x4001_0FFF 

APB0 

时钟/复位控制 

0x4001_1000 0x4001_1FFF 硬看门狗定时器 

0x4001_2000 0x4001_2FFF 软看门狗定时器 

0x4001_3000 0x4001_4FFF 保留 

0x4001_5000 0x4001_5FFF 双定时器 

0x4001_6000 0x4001_FFFF 保留 

0x4002_0000 0x4002_4FFF 

APB1 

保留 

0x4002_5000 0x4002_5FFF 复合定时器 

0x4002_6000 0x4002_6FFF 保留 

0x4002_7000 0x4002_7FFF A/D转换器 

0x4002_8000 0x4002_DFFF 保留 

0x4002_E000 0x4002_EFFF 时钟特性配置寄存器 

0x4002_F000 0x4002_FFFF 保留 

0x4003_0000 0x4003_0FFF 端口中断控制器 

0x4003_1000 0x4003_1FFF 中断源监视单元 

0x4003_2000 0x4003_2FFF 液晶控制器(LCDC) 

0x4003_3000 0x4003_3FFF 端口控制(PORT) 

0x4003_4000 0x4003_4FFF 保留 

0x4003_5000 0x4003_57FF 低电压检测 

0x4003_5800 0x4003_5FFF 保留 

0x4003_6000 0x4003_6FFF 保留 

0x4003_7000 0x4003_7FFF 多功能通讯串口 

0x4003_8000 0x4003_8FFF 保留 

0x4003_9000 0x4003_9FFF 保留 

0x4003_A000 0x4003_AFFF 计时计数器 

0x4003_B000 0x4003_BFFF 保留 
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0x4003_C000 0x4003_C0FF 保留 

0x4003_C100 0x4003_C1FF 外设时钟停止门控 

0x4003_C200 0x4003_C2FF 保留 

0x4003_C300 0x4003_C3FF 保留 

0x4003_C400 0x4003_C7FF 运算放大器 

0x4003_C800 0x4003_FFFF 保留 

0x4004_0000 0x4004_FFFF 

AHB 

保留 

0x4005_0000 0x4005_FFFF 保留 

0x4006_0000 0x4006_0FFF DMAC 

0x4006_1000 0x41FF_FFFF 保留 
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 引脚状态 

引脚状态术语释义如下： 

 

⚫ SPLV=0 

低功耗模式控制寄存器(LPM_CTL)的待机引脚电平设定位(SPLV)置”0”的状态              

⚫ SPLV=1 

低功耗模式控制寄存器(LPM_CTL)的待机引脚电平设定位(SPLV)置”1”的状态 

⚫ 输入使能 

输入功能可用的状态 

⚫ 内部输入固定为”0” 

输入功能处于不可使用的状态，内部输入固定为”L” 

⚫ Hi-Z 

将输出驱动用晶体管置于驱动禁止状态、引脚置于 Hi-Z 状态 

⚫ 设定禁止 

不可设定 

⚫ 保持之前状态 

保持转换到本模式前的状态 

如果内置的外设功能正在运行，则遵从该外设功能 

如果用作端口时，保持该状态 

⚫ 模拟输入使能 

允许模拟输入 

⚫ 选择 GPIO 功能 

在深度休眠待机模式下, 端口切换到通用 IO 的状态(该状态取决于之前对 GPIO 的配置) 

⚫ 输出”L” 

引脚输出”L”到芯片外 

⚫ 上拉 

内部上拉电阻有效 
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引脚状态一览表 

引脚状态

类型 

功能组 

名称 

上电复位 

状态 

非上电复位的 

复位状态 

运行模式或休眠 

模式状态 
定时器模式或停止模式状态 

- - - SPLV = 0 SPLV = 1 

A 

选择晶振 IO 
Hi-Z/ 

输入使能 

Hi-Z/ 

输入使能 

Hi-Z/ 

输入使能 

Hi-Z/ 

输入使能 

Hi-Z/ 

输入使能 

选择外设 
设定禁止 设定禁止 保持之前状态 保持之前状态 

Hi-Z /内部输入固定

为”0” 选择 GPIO 

B 

选择模拟 IO 

设定禁止 设定禁止 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

选择端口中断 

保持之前状态 保持之前状态 

保持之前状态 

选择其他外设 Hi-Z /内部输入固定

为”0” 选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 

C 

选择模拟 IO 

设定禁止 设定禁止 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

选择 WUKP 

保持之前状态 保持之前状态 

保持之前状态 
选择端口中断 

选择其他外设 Hi-Z /内部输入固

定为”0” 选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 

D 

选择端口中断 
设定禁止 设定禁止 

保持之前状态 保持之前状态 

保持之前状态 

选择其他外设 Hi-Z /内部输入固

定为”0” 选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 

E 

选择模拟 IO 

设定禁止 设定禁止 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

选择 WUKP 

保持之前状态 保持之前状态 

保持之前状态 
选择 NMIX 

选择其他外设 Hi-Z /内部输入固

定为”0” 选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 

F 
选择外设 设定禁止 设定禁止 

保持之前状态 保持之前状态 
Hi-Z /内部输入固

定为”0” 选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 

G 

串行调试接口 Hi-Z 

上拉/ 

输入使能 

保持之前状态 保持之前状态 保持之前状态 

选择模拟 IO 

设定禁止 设定禁止 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

选择其他外设 
保持之前状态 保持之前状态 

Hi-Z /内部输入固

定为”0” 选择 GPIO 
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H RSTB 引脚 
上拉/ 

输入使能 

上拉/ 

输入使能 

上拉/ 

输入使能 

上拉/ 

输入使能 

上拉/ 

输入使能 

I MD 引脚 输入使能 输入使能 输入使能 输入使能 输入使能 

J 仅 GPIO Hi-Z Hi-Z 保持之前状态 保持之前状态 
输出”L” /内部输入固

定为”0” 

K 

选择模拟 IO 
设定禁止 设定禁止 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

选择其他外设 
保持之前状态 保持之前状态 

Hi-Z /内部输入固

定为”0” 选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 

L 

选择模拟 IO 

设定禁止 设定禁止 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

选择 WUKP 

保持之前状态 保持之前状态 

保持之前状态 

选择其他外设 Hi-Z /内部输入固

定为”0” 选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 

M 

选择模拟 IO 
设定禁止 设定禁止 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

Hi-Z /内部输入固定

为”0”/模拟输入使能 

Hi-Z /内部输入固

定为”0”/模拟输入

使能 

选择端口中断 

保持之前状态 保持之前状态 

保持之前状态 

选择 GPIO Hi-Z Hi-Z 
Hi-Z /内部输入固

定为”0” 
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 电气特性 

10.1. 最大绝对额定值 

Symbol Parameter Min Max Unit Reference 

VCC 
外部主供电电压（包含 DVCC 和 AVCC）

*1, *2 
– 0.3 5.8 V  

VI 输入电压*1 – 0.3 5.8 V  

VO 输出电压*1 – 0.3 5.8 V  

IOL “L”电平最大输出电流*3 
- 12.8 Ma 12 Ma  IO 

- 5.1 Ma 5 Ma IO 

IOLAV “L”电平平均输出电流*4 - 5 Ma  

∑IOL “L”电平总体最大输出电流 - 100 Ma  

∑IOLAV “L”电平总体平均输出电流*5 - 50 Ma  

IOH “H”电平最大输出电流*3 
- - 12.8 Ma 12 Ma IO 

- - 5.1 Ma 5 Ma IO 

IOHAV “H”电平平均输出电流*4 - - 5 Ma  

∑IOH “H”电平总体最大输出电流 - - 100 Ma  

∑IOHAV “H”电平总体平均输出电流*5 - - 50 Ma  

PD 功耗 - 165 Mw  

TSTG 存储温度 - 55 + 150 °C  

*1:参数是基于 DVSS=0 V 的条件。 

*2:DVcc 不可低于 DVSS – 0.3 V。 

*3:最大输出电流规定单一引脚的峰值。 

*4:平均输出电流规定在 100 ms 内流经单一引脚的平均电流。 

*5:平均总输出电流规定在 100 ms 内流过所有引脚的平均电流。 

 

注意： 

– 如在半导体器件上施加的负荷(电压、电流、温度等)超过最大额定值，将会导致该器件永久性损坏，因

此任何参数均不得超过其绝对最大额定值。 
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10.2. 推荐工作条件 

(DVSS=AVSS=0.0 V) 

参数 符号 条件 
额定值 

单位 参考 
最小值 最大值 

电源电压 
DVCC - 2.7 5.5 V *1 

AVCC 必须与 DVCC相同 2.7 5.5 V *2 

LCD 供电电压 VLCD - 2.7 DVCC  V  

外部低速晶振频率*4 Fin - - - kHz 
典型值:  

32.768 kHz 

滤波电容 CS - 1 10 Μf 电压调节器*3 

工作温度 Ta - - 40 + 85 °C  

*1: 不使用 LCD 时。 

*2: 建议使用相同的电源为 DVCC 和 AVCC 供电。 

*3: 关于滤波电容的连接参考“使用注意事项”的“滤波电容引脚”部分。 

*4: 外部低速晶振需要提供典型的时钟频率为 32.768 kHz. 

 

注意： 

– 推荐工作条件是确保半导体芯片正常工作的条件。在推荐工作条件的范围内，电气特性的所有规格值均

可得到保证。务必在推荐工作条件下使用半导体芯片。超出该条件的使用可能会影响半导体的可靠性。 

– 对于本数据手册中未记载的项目、使用条件或逻辑组合的使用，本公司不做任何保障。如果用户考虑在

所列条件之外使用本芯片，请事前联系销售代表。 
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10.3. 直流特性 

10.3.1. 电流特性 

Parameter 

Symbol

（端

口） 

Conditions 
HCLK

频率*4 
Typ*1 Max*2 Unit Ref 

工作电流 

Icc 

(DVCC) 

正常工作

（执行程序

在闪存上） 

PLL 模式 

执行 NOP 指令  

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

48MHz 11.8 12.4 Ma *3 

内建高速振荡器模式*5 

执行 NOP 指令  

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟  

4 MHz 1.5 2.1 Ma *3 

外部高速晶振模式 

执行 NOP 指令 

内建高速振荡器停止 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

4 MHz 1.5 2.2 Ma *3 

48MHz 外部时钟输入 

执行 NOP 指令  

内建高速振荡器停止 

停止外设总线时钟

PCLK1  

48 

MHz 
10.4 10.8 Ma *3  

外部低速晶振模式 

执行 NOP 指令 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

32.768 

kHz 
492 858 Μa *3 

内建低速振荡器模式 

执行 NOP 指令 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

32 kHz 503 853 Μa *3 

Iccs 

(DVCC) 

CPU 休眠

模式 

PLL 模式 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

48 

MHz 
2.4 3.0 Ma *3 

内建高速振荡器模式*5 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

4 MHz 0.7 1.3 Ma *3 

外部高速晶振模式 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

4 MHZ 0.9 1.7 Ma *3 
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外部低速晶振模式 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

32.768 

kHz 
413 846 Μa *3 

内建低速振荡器模式 

通过 CKENx 停止所有

外设的时钟 

32 kHz 407 844 Μa *3 

*1 : Ta=+25°C,DVcc=Avcc=5.0 V 

*2 : Ta=+85°C,DVcc=Avcc=5.0 V 

*3 :所有端口固定输出“L” 

*4 :PCLK0 设置为 8 分频 

*5 :内建高速振荡器输出频率为 4MHz 

 

Parameter 
Symbol

（端口） 
Conditions Typ Max Unit Ref 

供电电流 
ICCH 

(DVCC) 
停止模式 

Ta=25°C 

DVcc=Avcc=5.5 V 
8.7 46 Μa *1 

Ta=25°C 

DVcc=Avcc=2.7 V 
7.6 43 Μa *1 

*1: 所有端口固定为输出“L”，低电压检测关闭，闪存待机模式。 

 

低压检测电路工作电流  

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

Parameter Symbol 端口 Conditions Typ Max Unit Ref 

低压检测电

路电源电流 
ICCLVD DVCC 正常工作 0.4 - Μa  

 

闪存工作电流 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

Parameter Symbol 端口 Conditions Typ Max Unit Ref 

闪存写入电

流 
ICCFP DVCC 当写入时 - 3.5 Ma 按字节写入 

闪存擦除电

流 
ICCFE DVCC 当擦除时 - 2 Ma 片/全芯片擦除时 

 

A/D 转换工作电流  

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

Parameter Symbol 端口 Conditions Typ Max Unit Ref 

电源电流 ICCAD DVCC 正常工作 0.5 0.6 Ma  
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外设电流消耗 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

时钟系统 外设功能 条件 
工作频率(MHz) 

Unit Ref 
4 8 16 32 48 

HCLK 
通用 I/O

口 

所有 IO 正常工

作 
0.02 0.04 0.08 0.16 0.36 Ma 

 

PCLK1 

复合定时

器 
4 通道正常工作 0.02 0.04 0.08 0.16 0.36 

Ma 

 

A/D 转换

器 
1 单元正常工作 0.02 0.04 010 0.20 0.40 

多功能通

讯串口 
1 通道正常工作 0.03 0.06 0.16 0.31 0.50 
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10.3.2. 引脚特性 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

Parameter Symbol 端口 Conditions Min Typ Max Unit Ref 

H 电平输入

电压 
VIH 

迟滞输入, 

MODE 引脚 
 3.15 - - V  

L 电平输入

电压 
VIL 

迟滞输入, 

MODE 引脚 
 - - 1.35 V  

H 电平输出

电压 
VOH 

5 Ma 类型 IOH = - 5Ma 
3.7 - - V  

12Ma 类型 IOH = - 12Ma 

L 电平输出

电压 
VOL 

5 Ma 类型 IOL = 5 Ma 
DVSS - 0.5 V  

12Ma 类型 IOL = 12Ma 

输入漏电流 IIL - - - 1 - + 1 Μa  

上拉电阻 RPU 上拉引脚 VIN = 0 22 - 63 Kω  

输入电容 CIN 
除 DVCC, 

DVSS 外 
- - - 10 Pf  

 



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 47 of 94 

10.3.3. LCD 特性 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

Parameter Symbol 端口 Conditions Min Typ Max Unit Ref 

R03 到 R33 

输出电压 

(1/4 偏置) 

VR03 R03 

选择内部分压

电阻 

DVCC x 1/4 

-10% 
- 

DVCC x 1/4 

  +10% 

V 
LCD 对比度

100% 

VR13 R13 
DVCC x 1/2 

-10% 
- 

DVCC x 1/2 

 + 10% 

VR23 R23 
DVCC x 3/4 

-10% 
- 

DVCC x 3/4 

 + 10% 

VR33 R33 DVCC -10% - DVCC +10% 

R03 到 R33 

输出电压 

(1/3 偏置) 

VR03 R03 

选择内部分压

电阻 

DVCC x 1/3 

-10% 
- 

DVCC x 1/3 

  +10% 

V 
LCD 对比度

100% 
VR13 R13 

DVCC x 2/3 

-10% 
- 

DVCC x 2/3 

  +10% 

VR23 R23 DVCC -10% - DVCC +10% 

VR33 R33 DVCC -10% - DVCC +10% 

R03 到 R33 

输出电压 

(1/2 偏置) 

VR03 R03 

选择内部分压

电阻 

DVCC x 1/2 

-10% 
- 

DVCC x 1/2 

  +10% 

V 
LCD 对比度

100% 
VR13 R13 DVCC -10% - DVCC +10% 

VR23 R23 DVCC -10% - DVCC +10% 

VR33 R33 DVCC -10% - DVCC +10% 
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10.4. 交流特性 

10.4.1. 外部高速晶振特性 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 最大值 

输入频率 FCH 

XHI, 

XHO 

- 4 48 MHz 当外接高速晶振时 

- 4 48 MHz 当外接高速时钟时 

输入时钟周期 tCYLH - 20.83 250 ns 当外接高速时钟时 

输入时钟占空比 - 
PWH/Tcylh, 

PWL/Tcylh 
45 55 % 当外接高速时钟时 

输入时钟上升下

降时间 

tCF,  

tCR 
- - 5 ns 当外接高速时钟时 

内部电路工作时

钟*1频率 

FCM - - - 48 MHz 主时钟 

FCC - - - 48 MHz 
基本时钟

(HCLK/FCLK) 

FCP0 - - - 48 MHz APB0 总线时钟*2 

FCP1 - - - 38 MHz APB1 总线时钟*2 

内部电路工作时

钟*1周期 

tCYCC - - 20.83 - ns 
基本时钟

(HCLK/FCLK) 

tCYCP0 - - 20.83 - ns APB0 总线时钟*2 

tCYCP1 - - 20.83 - ns APB1 总线时钟*2 

*1:关于内部工作时钟的细节参考本系列产品“用户手册”的“时钟”。 

*2:关于哪些外设挂载于外设总线上的外设细节参考“框图”。 

 

 

 
 

 

 

 

  

XHI 
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10.4.2. 外部低速晶振特性 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 典型值 最大值 

输入频率 1/tCYLL 

XLI, 

XLO 

- - 32.768 - kHz 当外接低速晶振时*1 

- 32 - 50 kHz 当外接低速时钟时 

输入时钟

周期 
tCYLL - 20 - 31.25 μs 当外接低速时钟时 

输入时钟

占空比 
- 

PWH/Tcyll, 

PWL/Tcyll 
45 - 55 % 当外接低速时钟时 

*1: 关于外部低速时钟的使用参考第 8 节“使用注意事项”。 

 

 

 
 

 

  

XLI 
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10.4.3. 内建振荡器特性 

内建高速振荡器  

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 典型值 最大值 

时钟频率 FCRH 

Ta = +25°C, 3.96 4 4.04 

MHz 

校正后*1 
Ta = -40°C ~ +85°C 3.92 4 4.08 

Ta = -40°C ~ +85°C 2.5 4 6.25 未校正的 

频率稳定

时间 
tCRWT - - - 

5 μs *2 

50 μs 
如果修改校准

值.*2 

*1: 当使用出厂时写入闪存中的校正值时。 

*2: 指从设定/修改校正值到高速振荡器频率稳定时间。 

当频率稳定时间等待过后，才可以将该高速振荡时钟作为系统工作时钟。 

 

内建低速振荡器  

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 典型值 最大值 

时钟频率 FCRL - 20.5 32 50.1 kHz  

 

10.4.4. PLL 特性 

参数 符号 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 典型值 最大值 

AVCC/DVCC 电源  2.7 5.0 5.5 V  

Fout 输出频率  8 - 48 MHz  

Pj 周期抖动  - - 0.025/Fout   

Duty 输出占空比  48% - 52%   

Tlock(1) 锁定时间 
输入频率

4MHz 
- 100 200 us  

Idd(2) 电流 
输出频率

48MHz 
- 500 - A  
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10.4.5. 复位输入特性 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 最大值 

复位输入持续

时间 
tRSTB RSTB - 500 - ns  

 

10.4.6. 上电复位时序 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 
规格值 

单位 参考 
最小值 最大值 

电源上升时间 Tr 

DVCC 

0 - ms  

电源切断时间 Toff 1 - ms  

上电复位释放等待时间 Tprt 2.0 3.0 ms  

 

0.2V

VDH_最低限度

DVCC_最低限度

Tprt

内部复位

DVCC

CPU运行 启动

复位有效

Tr

0.2V 0.2V

Toff

复位释放

 

注释 

– DVCC_最低限度：推荐工作条件下的最低 DVcc 电压。 

– VDH_最低限度：低电压检测产生复位的最低设置电压，参考“低电压检测特性”。 
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10.4.7. 复合定时器输入时序 

定时器输入时序 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 最大值 

输入脉冲宽度 tTIWH, tTIWL 
TIOAn/TIOBn 

(用作 ECK, TIN 时) 
- 2 tCYCP - ns  

 

 

 

触发输入时序 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
规格值 

单位 参考 
最小值 最大值 

输入脉冲宽度 tTRGH, tTRGL 
TIOAn/TIOBn 

(用作 TGIN 时) 
- 2 tCYCP - ns  

 

 

 

 

注意: 

– Tcycp 指外设总线时钟周期。 

– 关于复合定时器的在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 
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10.4.8. 外部输入时序 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
额定值 

单位 参考 
Min Max 

输入脉冲

宽度 
tINH, tINL 

INT00 到 

INT15, NMIX 
- 

2 Tcycp 

+100*1 - ns 
端口中断，NMI

输入 
500*2 

*1:tCYCP是指外设系统时钟的周期时间(非停止模式)。 

*2:停止模式时。 
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10.4.9. UART/SPI 时序 

同步串行(SPIMODE=0, CINV=0) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 

单位 
最小值 最大值 最小值 最大值 

串行时钟周期时间 tSCYC SCKx 

内部移

位时钟 

4 tCYCP - 4 tCYCP - ns 

SCK ↓ → SOT 延迟时间 tSLOVI 
SCKx, 

SOTx 
- 30 + 30 - 20 + 20 ns 

SIN → SCK ↑ 建立时间 tIVSHI 
SCKx, 

SINx 
50 - 30 - ns 

SCK ↑ → SIN 保持时间 tSHIXI 
SCKx, 

SINx 
0 - 0 - ns 

串行时钟 “L” 脉冲宽度 tSLSH SCKx 

外部移

位时钟 

2 tCYCP – 

10 
- 

2 tCYCP – 

10 
- ns 

串行时钟 “H” 脉冲宽度 tSHSL SCKx tCYCP +10 - tCYCP +10 - ns 

SCK ↓ → SOT 延迟时间 tSLOVE 
SCKx, 

SOTx 
- 50 - 30 ns 

SIN → SCK ↑建立时间 tIVSHE 
SCKx, 

SINx 
10 - 10 - ns 

SCK ↑ → SIN 保持时间 tSHIXE 
SCKx, 

SINx 
20 - 20 - ns 

SCK 下降时间 Tf SCKx - 5 - 5 ns 

SCK 上升时间 Tr SCKx - 5 - 5 ns 

注意: 

– 指时钟同步模式下的交流特性。 

– tCYCP 指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 本特性仅保证相同重定位端口号，比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。 
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同步串行 (SPIMODE=0, CINV=1) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 

单位 
最小值 最大值 最小值 最大值 

串行时钟周期时间 tSCYC SCKx 

内移位时时钟 

4 tCYCP - 4 tCYCP - ns 

SCK ↑ → SOT 延迟时间 tSHOVI 
SCKx, 

SOTx 
- 30 + 30 - 20 + 20 ns 

SIN → SCK ↓ 建立时间 tIVSLI 
SCKx, 

SINx 
50 - 30 - ns 

SCK ↓ → SIN 保持时间 tSLIXI 
SCKx, 

SINx 
0 - 0 - ns 

串行时钟 “L” 脉冲宽度 tSLSH SCKx 

外部移位时钟 

2 tCYCP 

– 10 
- 

2 tCYCP – 

10 
- ns 

串行时钟 “H” 脉冲宽度 tSHSL SCKx 
tCYCP 

+10 
- tCYCP +10 - ns 

SCK ↑ → SOT 延迟时间 tSHOVE 
SCKx, 

SOTx 
- 50 - 30 ns 

SIN → SCK ↓ 建立时间 tIVSLE 
SCKx, 

SINx 
10 - 10 - ns 

SCK ↓ → SIN 保持时间 tSLIXE 
SCKx, 

SINx 
20 - 20 - ns 

SCK 下降时间 Tf SCKx - 5 - 5 ns 

SCK 上升时间 Tr SCKx - 5 - 5 ns 

注意： 

– 指时钟同步模式下的交流特性。 

– tCYCP 指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 本特性仅保证相同重定位端口号，比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。  
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同步串行 (SPIMODE=1, CINV=0) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 

单位 
最小值 最大值 最小值 最大值 

串行时钟周期时间 tSCYC SCKx 

内部移位 

时钟 

4 tCYCP - 4 tCYCP - ns 

SCK ↑ → SOT 延迟时间 tSHOVI 
SCKx, 

SOTx 
- 30 + 30 - 20 + 20 ns 

SIN → SCK ↓建立时间 tIVSLI 
SCKx, 

SINx 
50 - 30 - ns 

SCK ↓→ SIN 保持时间 tSLIXI 
SCKx, 

SINx 
0 - 0 - ns 

SOT → SCK ↓延迟时间 tSOVLI 
SCKx, 

SOTx 

2 tCYCP – 

30 
- 

2 tCYCP – 

30 
- ns 

串行时钟 “L” 脉冲宽度 tSLSH SCKx 

外部移位 

时钟 

2 tCYCP – 

10 
- 

2 tCYCP – 

10 
- ns 

串行时钟 “H” 脉冲宽度 tSHSL SCKx tCYCP +10 - 
tCYCP 

+10 
- ns 

SCK ↑ → SOT 延迟时间 tSHOVE 
SCKx, 

SOTx 
- 50 - 30 ns 

SIN → SCK ↓建立时间 tIVSLE 
SCKx, 

SINx 
10 - 10 - ns 

SCK ↓→ SIN 保持时间 tSLIXE 
SCKx, 

SINx 
20 - 20 - ns 

SCK 下降时间 Tf SCKx - 5 - 5 ns 

SCK 上升时间 Tr SCKx - 5 - 5 ns 

 

注意: 

– 指时钟同步模式下的交流特性。 

– tCYCP 指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 本特性仅保证相同重定位端口号，比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。 
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同步串行(SPIMODE=1, CINV=1) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 单

位 最小值 最大值 最小值 最大值 

串行时钟周期时间 tSCYC SCKx 

内部移位

时钟 

4 tCYCP - 4 tCYCP - ns 

SCK ↓ → SOT 延迟时间 tSLOVI 
SCKx, 

SOTx 
- 30 + 30 - 20 + 20 ns 

SIN → SCK ↑ 建立时间 tIVSHI 
SCKx, 

SINx 
50 - 30 - ns 

SCK ↑ → SIN 保持时间 tSHIXI 
SCKx, 

SINx 
0 - 0 - ns 

SOT → SCK ↑延迟时间 tSOVHI 
SCKx, 

SOTx 

2 tCYCP – 

30 
- 

2 tCYCP – 

30 
- ns 

串行时钟 “L” 脉冲宽度 tSLSH SCKx 

外部移位

时钟 

2 tCYCP – 

10 
- 

2 tCYCP – 

10 
- ns 

串行时钟 “H” 脉冲宽度 tSHSL SCKx 
tCYCP 

+10 
- 

tCYCP 

+10 
- ns 

SCK ↓ → SOT 延迟时间 tSLOVE 
SCKx, 

SOTx 
- 50 - 30 ns 

SIN → SCK ↑ 建立时间 tIVSHE 
SCKx, 

SINx 
10 - 10 - ns 

SCK ↑ → SIN 保持时间 tSHIXE 
SCKx, 

SINx 
20 - 20 - ns 

SCK 下降时间 Tf SCKx - 5 - 5 ns 

SCK 上升时间 Tr SCKx - 5 - 5 ns 

 

注意: 

– 指时钟同步模式下的交流特性。 

– tCYCP指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 本特性仅保证相同重定位端口号,比如 SCLKx_0 与 SOTx_1 组合不为保证对象。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 61 of 94 

 

 

 
位 MSS = 0 

 

 

 

 
位 MSS =1 

 

 

  

tSCYC

tSLOVI

VOL

VOH VOH

VOH

VOL

VOH

VOL

VIH

VIL

VIH

VIL

tIVSHI tSHIXI

tSOVHI

tSHSLtR tSLSH tF

tSLOVE

VIL VILVIL

VIH VIHVIH

VOH

VOL

VOH

VOL

VIH

VIL

VIH

VIL

tIVSHE tSHIXE

SOT 

SIN 

SCK 

SCK 

SIN 

SOT 



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 62 of 94 

同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=0, MSS=0, CSLVS=1) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V) 

参数 符号 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 

单位 
最小值 最大值 最小值 最大值 

SCS↓→SCK↓ 建立时间 tCSSI 

内部以为时钟 

(*1)-50 (*1)+0 (*1)-50 (*1)+0 ns 

SCK↑→SCS↑ 保持时间 tCSHI (*2)+0 (*2)+50 (*2)+0 (*2)+50 ns 

SCS 片选释放时间 tCSDI 
(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 

(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 
ns 

SCS↓→SCK↓ 建立时间 tCSSE 

外部移位时钟 

3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCK↑→SCS↑ 保持时间 tCSHE 0 - 0 - ns 

SCS 片选释放时间 tCSDE 3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCS↓→SOT 延迟时间 tDSE - 40 - 40 ns 

SCS↑→SOT 延迟时间 tDEE 0 - 0 - ns 

*1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

 

注意: 

– tCYCP 指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 “用户手册”。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。 
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同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=1, MSS=0, CSLVS=1) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V) 

参数 符号 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 单

位 最小值 最大值 最小值 最大值 

SCS↓→SCK↑ 建立时间 tCSSI 

内部移位时

钟 

(*1)-50 (*1)+0 (*1)-50 (*1)+0 ns 

SCK↓→SCS↑ 保持时间 tCSHI (*2)+0 (*2)+50 (*2)+0 (*2)+50 ns 

SCS 片选释放时间 tCSDI 
(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 

(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 
ns 

SCS↓→SCK↑建立时间 tCSSE 

外部移位时

钟 

3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCK↓→SCS↑保持时间 tCSHE 0 - 0 - ns 

SCS 片选释放时间 tCSDE 3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCS↓→SOT 延迟时间 tDSE - 40 - 40 ns 

SCS↑→SOT 延迟时间 tDEE 0 - 0 - ns 

*1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

 

注意: 

– tCYCP 指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考 “用户手册”。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。 
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同步串行 SPI 片选功能(SPIMODE=1, CINV=0, MSS=0, CSLVS=0) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V) 

参数 符号 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 

单位 
最小值 最大值 最小值 最大值 

SCS↑→SCK↓建立时间 tCSSI 

内部移位时

钟 

(*1)-50 (*1)+0 (*1)-50 (*1)+0 ns 

SCK↑→SCS↓保持时间 tCSHI (*2)+0 (*2)+50 (*2)+0 (*2)+50 ns 

SCS 片选释放时间 tCSDI 
(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 

(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 
ns 

SCS↑→SCK↓建立时间 tCSSE 

外部移位时

钟 

3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCK↑→SCS↓保持时间 tCSHE 0 - 0 - ns 

SCS 片选释放时间 tCSDE 3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCS↑→SOT 延迟时间 tDSE - 40 - 40 ns 

SCS↓→SOT 延迟时间 tDEE 0 - 0 - ns 

*1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

 

注意: 

– tCYCP 指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考“用户手册”。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。 
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同步串行 SPI 片选功能 (SPIMODE=1, CINV=1, MSS=0, CSLVS=0) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V) 

参数 符号 条件 
DVCC < 4.5 V DVCC ≥ 4.5 V 

单位 
最小值 最大值 最小值 最大值 

SCS↑→SCK↑ 建立时间 tCSSI 

内部移位

时钟 

(*1)-50 (*1)+0 (*1)-50 (*1)+0 ns 

SCK↓→SCS↓ 保持时间 tCSHI (*2)+0 (*2)+50 (*2)+0 (*2)+50 ns 

SCS 片选释放时间 tCSDI 
(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 

(*3)-50 

+5tCYCP 

(*3)+50 

+5tCYCP 
ns 

SCS↑→SCK↑建立时间 tCSSE 

外部移位

时钟 

3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCK↓→SCS↓保持时间 tCSHE 0 - 0 - ns 

SCS 片选释放时间 tCSDE 3tCYCP+30 - 3tCYCP+30 - ns 

SCS↑→SOT 延迟时间 tDSE - 40 - 40 ns 

SCS↓→SOT 延迟时间 tDEE 0 - 0 - ns 

*1: 寄存器 CSSDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*2: 寄存器 CSHDLY 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

*3: 寄存器 CSDS 值 × 串行片选操作时钟周期[ns] 

 

注意: 

– tCYCP 指外设总线时钟周期时间。 

– 关于多功能通讯串口在外设总线上的挂载情况参考“框图”。 

– 关于 CSSDLY, CSHDLY, CSDS, 片选操作时钟信息参考“用户手册”。 

– 外部负载电容 CL=30 Pf。 
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tCSSI tCSHI

tCSDI

tCSSE
tCSHE

tCSDE

tDEE

tDSE

SCS 输出 

SCK 输出 

SOT 

(SPIMODE=0) 

SOT 

(SPIMODE=1) 

SCS 输入 

SCK 输入 

SOT 

(SPIMODE=0) 

SOT 

(SPIMODE=1) 



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 70 of 94 

外部时钟 (CSS=1): 仅异步通讯时 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 条件 
额定值 

单位 参考 
最小值 最大值 

串行时钟 “L” 脉冲宽度 tSLSH 

CL=30 Pf 

tCYCP +10 - ns  

串行时钟 “H” 脉冲宽度 tSHSL tCYCP +10 - ns  

SCK 下降时间 Tf - 5 ns  

SCK 上升时间 Tr - 5 ns  
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10.4.10. I2C 时序 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 条件 
标准模式 高速模式 单

位 
参考 

最小值 最大值 最小值 最大值 

SCL 时钟频率 FSCL 

CL=30 Pf,  

R=(Vp/IOL)*1 

0 100 0 400 kHz  

(重复) “启动”条件

保持时间 

SDA ↓ → SCL ↓ 

tHDSTA 4.0 - 0.6 - μs  

SCL 时钟 “L” 电

平宽度 
tLOW 4.7 - 1.3 - μs  

SCL 时钟 “H” 电平

宽度 
tHIGH 4.0 - 0.6 - μs  

(重复) “启动”建立

时间 

SCL ↑ → SDA ↓ 

tSUSTA 4.7 - 0.6 - μs  

Data 保持时间 

SCL ↓ → SDA ↓ ↑ 
tHDDAT 0 3.45*2 0 0.9*3 μs  

Data 建立时间 

SDA ↓ ↑ → SCL ↑ 
tSUDAT 250 - 100 - ns  

“停止”条件建立时

间 

SCL ↑ → SDA ↑ 

tSUSTO 4.0 - 0.6 - μs  

“停止”条件和“启动”

条件间的总线空闲

时间 

tBUF 4.7 - 1.3 - μs  

噪声滤波器 tSP 

8 MHz ≤ 

tCYCP ≤ 40 

MHz 

2 tCYCP
*4 - 2 tCYCP

*4 - ns  

*1: R 指 SCL, SDA 总线上的上拉电阻, CL 指 SCL, SDA 总线上的负载电容. Vp 指上拉电阻的电源电压， 

IOL 指 VOL 保证电流。 

*2: 仅在芯片保持 SCL 信号在”L”(tLOW)未扩展期间才可使用最大 tHDDAT 。 

*3: 高速模式 I2C 总线芯片可用于标准模式 I2C 总线系统，但必须满足 tSUDAT ≥ 250ns 的要求。 

*4: tCYCP是指外设系统时钟的周期时间。使用 I2C 时，请将外设总线时钟设定在 8 MHz 以上。 
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10.4.11. 串行线调试接口时序 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 端口 条件 
额定值 

单位 参考 
最小值 最大值 

SWDIO 建立时间 tSWS SWCLK, SWDIO - 15 - ns  

SWDIO 保持时间 tSWH SWCLK, SWDIO - 15 - ns  

SWDIO 延迟时间 tSWD SWCLK, SWDIO - - 45 ns  

 

注意: 

– 外部负载电容 CL=30 Pf 时。 
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10.5. 12 位 A/D 转换器 

A/D 转换器电气特性 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 条件 
额定值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

输入电压 VADCIN 单端 0  
VADCRE

FIN 
V 

驱动能力 VADCIN    500 ohm 

外部参考电压 VADCREFIN 单端 0  AVCC V 

驱动能力 VADCREFIN    500 ohm 

AVCC 参考电压 VAVCCREF  AVCC AVCC AVCC V 

无基准信号动态电流 IADC 
1Msample/s 

AVCC>=3V 
 0.5 0.6 Ma 

无基准信号动态电流 IADC 
500kSample/s 

3V>AVCC>2.7V 
 0.5 0.6 Ma 

ADC 输入电容 CADCIN   16 19.2 Pf 

ADC 时钟频率 FADCCLK   24M 24M Hz 

捕捉时间 TADCACQ  4 8 12 cycles 

转换时间 TADCCONV  20 24 28 cycles 

有效位 ENOB 1Msample/s  10  Bits 

信噪比 SNDR  65 72  Db 

差分非线性 DNL  -1  1 LSB 

积分非线性 INL  -3  3 LSB 

补偿误差 EO   0  LSB 

增益误差 EG   0  LSB 

丢失码 MC   12  Bits 

1. 由设计保证，不在生产中测试。 

2. 为保证转换精度，应避免在 I/O 翻转时进行 ADC 采样。 
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12 位 A/D 转换器的术语定义 

 分辨率：分辨率是 A/D 转换器分辨出的模拟偏差的等级。 

 线性误差：线性误差是指实际转换值偏移直线的误差。 

该直线连接器件上的零转换点(0b000000000000 ←→ 0b000000000001)和

同一器件上的全面转换点(0b111111111110 ←→ 0b111111111111) 

 差分线性误差：指用一个 LSB 改变输出码所需输入电压偏移理想值的误差。 

 
 

 

*1 如果应用中不选择 Avref, Avref = DVCC 

 

数字输出 N 的积分非线性误差  = 
VNT – {1LSB × (N – 1) + VZT} 

[LSB] 
1LSB 

 

数字输出 N 的差分非线性误差  = 
V(N + 1) T – VNT 

- 1 [LSB] 
1LSB 

 

1LSB = 
VFST – VZT 

4094 

 

N ：A/D 转换器的数字输出值 

VOT ：数字输出由 0x000 到 0x001 变换的电压 

VFST ：数字输出由 0Xffe 到 0Xfff 变换的电压 

VNT ：数字输出由 0x (N – 1)到 0Xn 变换的电压 
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10.6. 运算放大器 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

1. 由设计保证，不在生产中测试。 

参数 符号 条件 
额定值 

单位 
最小值 典型值 最大值 

输入电压 Vi  0 - DVCC-1.3 V 

输出电压 Vo  0 - DVCC V 

输出电流 Io  -30 - 30 Ma 

初始化时间 Tstart   3 5 us 

输入失调电压 Vio 
Vic=DVCC/2, Vo=DVCC/2,  

RL=10KΩ, Rs=50Ω 
 0.2 4.5 Mv 

相位范围 PM RL=10Kω, CL=20Pf 62.2 79 - deg 

增益范围 GM RL=10Kω, CL=20Pf 9.1 14.9 - Db 

单位增益带宽 UGBW 
RL=10Kω,  

CL=20Pf 

DVCC=2.7V  4.3 - 
MHz 

DVCC=5V  4.5  
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10.7. 低电压检测特性 

10.7.1. 低电压检测(LVD1/LVD2) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 条件 
额定值 

单位 参考 
最小值 典型值 最大值 

LVD 掉电检测响应时间 Tdown  4 - 120 μs  

LVD 检测精度 Vacc  -50 - +50 Mv  

LVD 关断/选择响应时间 TLVDW  4 - 120 μs  

注意: 

– 关于 LVD 的具体信息考本系列产品“用户手册”中的“低电压检测”。 

 

10.7.2. 低电压检测阈值表(LVD1/LVD2) 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

下降沿检测电压范围 

参数 符号 条件 典型值 单位 

下降沿检测电压 VD 

LVD1_SVHD=00000 2.7 V 

LVD1_SVHD=00001 2.8 V 

LVD1_SVHD=00010 3.0 V 

LVD1_SVHD=00011 3.2 V 

LVD1_SVHD=00100 3.6 V 

LVD1_SVHD=00101 3.7 V 

LVD1_SVHD=00110 4.0 V 

LVD1_SVHD=00111 4.1 V 

LVD1_SVHD=01000 4.2 V 

 

上升沿检测电压范围 

参数 符号 条件 典型值 单位 

上升沿检测电压 VR 

LVD1_SVHR=00000 2.8 V 

LVD1_SVHR=00001 3.0 V 

LVD1_SVHR=00010 3.2 V 

LVD1_SVHR=00011 3.6 V 

LVD1_SVHR=00100 3.7 V 

LVD1_SVHR=00101 4.0 V 

LVD1_SVHR=00110 4.1 V 

LVD1_SVHR=00111 4.2 V 

LVD1_SVHR=01000 4.3 V 

注意: 

– 关于 LVD 的具体信息考本系列产品“用户手册”中的“低电压检测”。 
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10.8. 闪存擦/写特性 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 
额定值 

单位 参考 
最小值 最大值 

页擦除时间 4 5 ms 除去内部的擦除前写入时间 

字节(8 位)写入时间 6 7.5 μs 除去系统级开销时间 

整片擦除时间 20 40 ms 除去内部的擦除前写入时间 

 

擦/写周期和数据保持时间（目标值） 

参数 最小值 最大值 单位 参考 

擦/写次数 20,000 - 周期  

保持时间 
100 - 

年 
25°C 

25 - 85°C 
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10.9. 低功耗模式返回时间 

10.9.1. 返回因子：中断/端口唤醒 

下表中返回时间指的是接收返回因子到启动程序执行时间。 

返回计数时间 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 
额定值 

单位 参考 
典型值 最大值*1 

休眠模式 

Ticnt 

6*HCLK 7*HCLK μs  

定时器模式 

停止模式 

38 (*3) 

38+tOSCWT 
(*2*4) 

71 

71+tOSCWT 
(*2*4) 

μs 计数时间因时钟不同而不同 

*1: 最大值取决于环境因素。 

*2：tOSCWT : 晶振稳定时间。 

*3：指内部高速振荡时钟模式。 

*4：指非内部高速振荡时钟模式。 

 

低功耗模式返回示例(端口中断 INTx*1) 

 

INTx

Ticnt

中断源接收

CPU操作 启动

有效

CPU清除中断源标志

 
 

*1: 设置为下降沿触发模式。 
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低功耗模式返回示例(内部外设资源中断*1) 

内部外设资源中断

Ticnt

中断源接收

CPU操作 启动

Active

CPU清除中断源标志

 

*1：内部外设资源中断未包含在低功耗返回因子中。 

 

注意： 

– 不同的低功耗模式下，返回因子不同。 

具体参考本系列产品“用户手册”中的“低功耗模式”章节。 

– 获取中断后的 CPU 操作取决于进入低功耗模式前的状态。 

具体参考本系列产品“用户手册”中的“低功耗模式”章节。 
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10.9.2. 返回因子：复位 

下表中返回时间指的是复位释放后到启动程序执行时间。 

返回计数时间 

(DVCC=Avcc=2.7 V ~ 5.5 V, DVSS=AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C) 

参数 符号 
额定值 

单位 参考 
典型值 最大值 

休眠模式 

Trcnt 

10 *1 

40 *2 
70 μs 

*1：内部高速振荡器开启 

*2：内部高速振荡器关闭 

定时器模式 

停止模式 
38 85 μs  

*: 最大值取决于内部振荡器的精度。 

 

低功耗模式返回示例(端口 RSTB 复位) 

RSTB

Trcnt

内部复位

CPU操作 启动

复位有效 释放
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低功耗模式返回示例(内部外设资源复位*1) 

内部资源复位

Trcnt

内部复位

CPU操作 启动

复位有效 复位释放

 

*1: 内部外设资源复位未包含在低功耗返回因子中。 

 

注意： 

– 不同的低功耗模式下，返回因子不同， 

具体参考本系列产品“用户手册”中的“低功耗模式”章节。 

– 获取中断后的 CPU 操作取决于进入低功耗模式前的状态， 

具体参考本系列产品“用户手册”中的“低功耗模式”章节。 

– 上电复位和低电压检测复位不包含于表中，具体参考“上电复位时序”和“低电压检测特性”。 

– 当系统从复位恢复后，CPU 进入内部高速振荡器时钟模式。如果需要切换到外部高速晶振模需要加上高

速时钟稳定寄存器所设定的时间。 

– 内部外设资源复位指监视定时器复位和时钟监视器复位。 

 

10.10. ESD 特性 

使用特定的测量方法，对芯片进行强度测试，以确定芯片的电器敏感性方面的性能。 

符号 参数 条件 典型值 最大值 单位 

VESD(HBM) 静态放电电压(人体模型) TA=+25℃，JESD22-A114 2000  V 

VESD(CDM) 静态放电电压(充电设备模型) TA=+25℃，JESD22-C101 1000  V 

VESD(MM) 静态放电电压(机器模型) TA=+25℃，JESD22-A115C 200  V 

LU 静态 Latch-Up TA=+25℃，JESD78E 200  Ma 

 



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 82 of 94 

 封装信息 

11.1. 封装尺寸 

LQFP64 封装 

AA2

A1
F

A3

 

θ c

 

B B

E1 E

D

D1

eb

1
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Symbol 

LQFP64 (10x10) 

Min Nom Max 

A -- -- 1.60 

A1 0.05 -- 0.15 

A2 1.35 1.40 1.45 

A3 0.59 0.64 0.69 

b 0.18 -- 0.26 

b1 0.17 0.20 0.23 

c 0.13 -- 0.17 

c1 0.12 0.13 0.14 

D 11.80 12.00 12.20 

D1 9.90 10.00 10.10 

E 11.80 12.00 12.20 

E1 9.90 10.00 10.10 

Eb 11.05 -- 11.25 

e 0.50BSC 

L 0.45 -- 0.75 

L1 1.00REF 

θ 0° -- 7° 

 

NOTE: 

- Dimensions “D1” and “E1” do not include mold flash. 

 

  



 

HC32F146 系列数据手册_Rev1.4  Page 84 of 94 

LQFP32 封装 

F

A3

A2

A1

A

 

eB

L

L1

0.25

DETAIL: F  

 

θ c

 

B B

D1

D

E1 E

e b
 

 

 

 

 

Symbol 

Millimeter 

Min Nom Max 

A -- -- 1.60 

A1 0.05 -- 0.15 

A2 1.35 1.40 1.45 

A3 0.59 0.64 0.69 

b 0.33 -- 0.41 

b1 0.32 0.35 0.38 

c 0.13 -- 0.17 

c1 0.12 0.13 0.14 

D 8.80 9.00 9.20 

D1 6.90 7.00 7.10 

E 8.80 9.00 9.20 

E1 6.90 7.00 7.10 

Eb 8.10 -- 8.25 

e 0.80BSC 

L 0.45 -- 0.75 

L1 1.00REF 

θ 0° -- 7° 

NOTE: 

- Dimensions “D1” and “E1” do not include 

mold flash. 
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TQFP48 封装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol 

TQFP48（7x7） 

Min Nom Max 

A -- -- 1.20 

A1 0.05 -- 0.15 

A2 0.95 1.00 1.05 

b 0.18  0.26 

b1 0.17 0.20 0.23 

c 0.13 -- 0.17 

c1 0.12 0.13 0.14 

D 8.80 9.00 9.20 

D1 6.90 7.00 7.10 

E 8.80 9.00 9.20 

E1 6.90 7.00 7.10 

Eb 8.10 -- 8.25 

e 0.50BSC 

L 0.45 0.60 0.75 

L1 1.00REF 

θ 0 -- 7° 

NOTE: 

- Dimensions “D1” and “E1” do not include 

mold flash. 
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QFN48 封装 

D

E

PIN 1(Laser Mark)

 

 

h

h

E
2

D2

N
e

L

e b

Nd
PAD ZONE

EXPOSED THERMAL 

 

 

c

A

A
1

 

 

 

 

 

 

 

Symbol 

QFN48（7x7） 

Min Nom Max 

A 0.70 0.75 0.80 

A1 -- 0.02 0.05 

b 0.18 0.25 0.30 

c 0.18 0.20 0.23 

D 6.90 7.00 7.10 

D2 5.30 5.40 5.50 

e 0.50BSC 

Ne 5.50BSC 

Nd 5.50BSC 

E 6.90 7.00 7.10 

E2 5.30 5.40 5.50 

L 0.35 0.40 0.45 

h 0.30 0.35 0.40 

  

L/F 载体

尺寸 
Symbol Millimeter 

224* 

224 

D2 5.40±0.10 

E2 5.40±0.10 
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11.2. 焊盘示意图 

LQFP64 封装（10mm x 10mm） 

0.500.30

10.312.7 7.8

1

16

17 32

33

48

4964

0.20

1.20

10.3

12.7

7.8

 

 

NOTE:  

- Dimensions are expressed in millimeters.  

- 尺寸仅做参考。 
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TQFP48 封装（7mm x 7mm） 

0.500.30

7.309.70 5.80

1

12

13 24

25

36

3748

0.20

7.30

9.70

5.80

1.20

 

 

NOTE:  

- Dimensions are expressed in millimeters.  

- 尺寸仅做参考。 
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LQFP32 封装（7mm x 7mm） 

0.500.30

9.70 6.10

1

8

9 16

9.70

6.10

0.80

1.20

24

17

32 25

7.30

7.30

 

 

NOTE:  

- Dimensions are expressed in millimeters.  

- 尺寸仅做参考。 
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QFN48 封装（7mm x 7mm） 

0.500.30

6.207.30 5.80

1

12

13 24

25

36

0.20 0.55

5.00

48 37

6.20

7.30

5.80

5.00

0.75

 

 

NOTE:  

- Dimensions are expressed in millimeters.  

- 尺寸仅做参考。 
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11.3. 丝印说明 

以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。 

 

LQFP64 封装（10mm x 10mm） / TQFP48 封装（7mm x 7mm） 

LQFP32 封装（7mm x 7mm） 

PN

PN R

Date Code

Lot No.

Revision Code

Lot No.（8位）

PN（第1~8位）

PN（第9~12位）

Date Code（6位)

Pin 1

 

 

QFN48 封装（7mm x 7mm） 

PN

PN

R

Date Code

Lot No. Revision Code

PN（第1~8位）

PN（第9~12位）

Date Code（6位)

Lot No.（8位）

Pin 1

 

 

注意： 

- 上图空白框表示与生产相关的可选标记，本节不作说明。 
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11.4. 封装热阻系数 

封装芯片在指定工作环境温度下工作时，芯片表面的结温 Tj (℃) 可以按照下面的公式计算： 

Tj = Tamb + (PD x θJA) 

 Tamb 是指封装芯片工作时的工作环境温度，单位是℃； 

 θJA 是指封装对工作环境的热阻系数，单位是℃/W； 

 PD 等于芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和，单位是 W。芯片的内部功耗是产品的 IDD x VDD，

I/O 功耗指的是指芯片工作时 I/O 引脚产生的功耗，通常该部分值很小，可以忽略。 

芯片在指定工作环境温度下工作时芯片表面的结温 Tj，不可以超出芯片可容许的最大结温度

TJ。 

Package Type and Size Thermal Resistance Junction-ambient Value (θJA） Unit 

LQFP64 10mm x 10mm / 0.5mm pitch 65 +/- 10% ℃/W 

TQFP48 7mm x 7mm / 0.5mm pitch 60 +/- 10% ℃/W 

LQFP32 7mm x 7mm / 0.8mm pitch 80 +/- 10% ℃/W 

QFN48 7mm x 7mm / 0.5mm pitch 30 +/- 10% ℃/W 

表 11-1  各封装热阻系数表 
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 订购信息 

P arter num ber H C 32F146K A TA -LQ FP 64 H C 32F146J8TA  - TQ FP 48 H C 32F146J8U A  - Q FN 48 H C 32F146F8TA  - LQ 32

P K G LQ FP 64  10*10 TQ FP 48  7*7 Q FN 48  7*7 LQ FP 32  7*7

工作电压 2.7-5.5V 2.7-5.5V 2.7-5.5V 2.7-5.5V

主频 2% 48M H z 48M H z 48M H z 48M H z

F lash 128K B yte 64K B yte 64K B yte 64K B yte

R A M 8K 8K 8K 8K

D M A C 2 2 2 2

I/O 55 41 41 26

大电流IO 8 8 8 8

E X IN T 16 16 16 16

A D C (12bit) 16ch 16ch 16ch 12ch

O P A 2 2 2 2

C T (P W M /P W C /P P G /R T ) 4 4 4 4

LC D 288dots 208dots 208dots -

S P I/I2C /U A R T 4 4 4 4

IrD A 1 1 1 1

U nique ID 80bit 80bit 80bit 80bit

W D T 2 2 2 2

IA P /IS P √ √ √ √
 

注意 

– 关于其他外设资源及系列产品信息，请联系市场部门。 
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 版本记录 & 联系方式 

版本 修订日期 修订内容摘要 

Rev1.0 2018/7/20 初版发布。 

Rev1.1 2018/12/12 1.更新引脚说明；2.增加 ADC 和 OPA 的使用说明；3.增加第 12 章“订购信息”；4.更

新封装尺寸。 

Rev1.2 2020/1/10 1.增加 ESD 特性；增加丝印说明。 

Rev1.3 2021/1/29 修改声明，增加焊盘示意图和封装热阻系数。 

Rev1.4 2022/3/9 公司 Logo 更新。 

 

 

 

如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议，请随时与我们联系。 

Email：mcu@xhsc.com.cn 

网址：http://www.xhsc.com.cn 

通信地址：上海市浦东新区中科路 1867 号 A 座 10 层 

邮编：201210 

 

mailto:mcu@xhsc.com.cn
http://www.xhsc.com.cn/
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